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Abstract (en)
[origin: US4564739A] A method and apparatus for simultaneously labeling or inscribing two parts by using a laser beam, characterized by a beam
from a laser being subdivided into two sub-beams which are guided to a deflection optic system with different angles of incidence so that the
deflected sub-beams when focused on a work surface are laterally displaced to enable inscribing or labeling two parts.

Abstract (de)
Der von einem Laser (4) erzeugte Laserstrahl (5) wird in mindestens zwei Teilstrahlen (50, 51) aufgeteilt, welche mit unterschiedlichen
Einfallswinkeln auf eine Ablenkoptik (8) gelenkt werden. Über ein nachgeordnetes Objektiv (10) werden die beiden Teilstrahlen (50, 51) dann jeweils
auf die Oberfläche eines zugeordneten Teiles (2, 3) fokussiert. Auf diese Weise wird die gleichzeitige Laser-Beschriftung von mindestens zwei
auf einer Arbeitsfläche (1) angeordneten Teilen (2, 3) ermöglicht, was zumindest eine Verdoppelung der Schreibleistung bedeutet. Die Aufteilung
des Laserstrahles (5) erfolgt durch mindestens einen Strahlteiler (7), während für die unterschiedlichen Einfallwinkel der Teilstrahlen (50, 51)
mindestens eine Umlenkeinrichtung (9) erforderlich ist. Die Umlenkeinrichtung (9) kann dabei auf den Abstand (Δx) der Schriftfelder von zwei auf
der Arbeitsfläche (1) angeordneten Teilen (2, 3) eingestellt werden.
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